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(57)【要約】
【課題】感光性導体ペースト中の感光性樹脂成分の含有
量を少なくしても露光・現像に際して残査の問題のない
積層チップ素子の製造方法を提供する。
【解決手段】　導体層転写シート２２によれば、感光性
導体ペースト１８は転写支持体１２の一面にビヒクル層
１０を介して塗着されていることから、所定のパターン
の導体層１８を形成するための露光および現像時におい
て、必ずしも十分な露光・現像性能を必要とせず、感光
性樹脂、重合開始剤等の樹脂成分である樹脂量の少ない
導体ペーストを用いることができる。したがって、感光
性導体ペースト１８中の感光性樹脂成分の含有量を少な
くしても露光・現像に際して残査の問題が生じない。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
金属粉末、感光性樹脂、重合開始剤を含む感光性導体ペーストから成る導体層が転写支持
体の一面に塗着された導体層転写シートであって、
　前記感光性導体ペーストは前記転写支持体の一面にビヒクル層を介して塗着されている
ことを特徴とする導体層転写シート。
【請求項２】
前記ビヒクル層は、感光性樹脂および重合開始剤を含む消失可能な物質から成るものであ
る請求項１の導体層転写シート。
【請求項３】
前記転写支持体の一面にビヒクル層を介して塗着されている前記導体層は、露光・現像に
よって所定のパターンに形成されているものである請求項１または２の導体層転写シート
。
【請求項４】
前記感光性導体ペーストは、１０重量％以下の樹脂成分を含有しているものである請求項
１乃至３のいずれか１の導体層転写シート。
【請求項５】
複数の誘電体層と該誘電体層の間に介在する導体層とが焼結されることにより構成された
積層型チップ素子の製造方法であって、
　請求項４の導体層転写シートを用意する工程と、
　誘電体層が転写支持体の一面に塗着された誘電体層転写シートを用意する工程と、
　前記導体層転写シートを用いて、所定の誘電体層上に導体層を転写する第１転写工程と
、
　前記誘電体層転写シートを用いて、該第１転写工程で転写された導体層の上に、前記誘
電体層を転写する第２転写工程と、
　前記第１転写工程および第２転写工程を繰り返し実行することにより交互に積層された
、前記第１誘電体層と第２誘電体層との積層体を焼成処理することにより焼結させる焼成
工程と
　を、含むことを特徴とする積層型チップ素子の製造方法。
【請求項６】
前記導体層転写シートを用意する工程は、
　前記転写支持体の一面にビヒクルを層状に塗着するビヒクル塗工工程と、
　該層状に塗着されたビヒクルの上に、金属粉末、感光性樹脂、重合開始剤を含む感光性
導体ペーストを層状に塗着する感光性導体ペースト塗工工程と、
　該感光性導体ペースト塗工工程により層状に塗着された感光性導体ペーストを露光・現
像することにより所定パターンの導体層を前記転写支持体の一面上に形成する露光・現像
工程と
　を、含むことを特徴とする請求項５に記載の積層型チップ素子の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、導体層転写シートとそれを用いた積層型チップ素子の製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　複数の誘電体層とそれら誘電体層の間に介在する導電体層とが焼結されることにより構
成された積層型チップ素子が知られている。たとえば、チップコンデンサ、チップインダ
クタなどがそれであり、特許文献１に記載された積層型チップインダクタもその一種であ
る。このような積層型チップ素子は、絶縁性基板の上に感光性導体ペーストを塗布し、露
光・現像により所定のパターンとし、その上に感光性絶縁ペーストを塗布し、露光・現像
によりビアホールを形成することを、所定の層数に到達するまで交互に行った後に焼成し
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、外部電極等が付加されることにより製造される。
【特許文献１】特開２００１－２６４９６５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、上記の転写用の感光性導体ペーストは、感光性能を備えるための感光性樹脂
成分を含むものであるが、印刷後に焼成される印刷用導体ペーストに比較すると樹脂量が
格段に多くなり、乾燥後或いは焼成後の導体層の密度が低下して電気的容量が得られ難く
なるという不都合があった。これに対して、導体層の高密度を確保するために感光性樹脂
成分の含有量を少なくすると、露光・現像が困難となり、残査が発生したり、シャープな
パターンが得られずパターン精度が低下する。特に、積層型チップ素子の小型化すなわち
薄型化に対処する等のために、感光性絶縁ペーストの塗布厚みを薄くするほど大きくなる
それへのしみ込みによる影響を抑制するために感光性導体ペーストを薄く塗布しようとす
るほど、上記の不都合が顕著となる。
【０００４】
　本発明は、以上の事情を背景として為されたものであって、その目的とするところは、
感光性導体ペースト中の感光性樹脂成分の含有量を少なくしても露光・現像に際して残査
の問題の生じない積層型チップ素子の製造方法およびそれに用いるための導体層転写シー
トを提供することにある。
【０００５】
　本発明者は、以上の事情を背景として種々研究を重ねた結果、上記感光性導体ペースト
の露光・現像を、感光性誘電体ペーストが露光により固着されたビヒクル層の上で行うと
、感光性導体ペースト中の感光性樹脂成分の含有量を少なくしても、残査が発生しないと
いう意外な事実を見いだした。本発明はかかる知見に基づいて為されたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　すなわち、請求項１に係る発明の要旨とするところは、金属粉末、感光性樹脂、重合開
始剤を含む感光性導体ペーストから成る導体層が転写支持体の一面に塗着された導体層転
写シートであって、前記感光性導体ペーストは前記転写支持体の一面にビヒクル層を介し
て塗着されていることにある。
【０００７】
　また、請求項２に係る発明の要旨とするところは、請求項１に係る発明の導体層転写シ
ートにおいて、前記ビヒクル層は、感光性樹脂および重合開始剤を含む消失可能な物質か
ら成るものであることにある。
【０００８】
　また、請求項３に係る発明の要旨とするところは、請求項１または２に係る発明の導体
層転写シートにおいて、前記転写支持体の一面にビヒクル層を介して塗着されている前記
導体層は、露光・現像によって所定のパターンに形成されていることにある。
【０００９】
　また、請求項４に係る発明の要旨とするところは、請求項１乃至３のいずれか１の発明
の導体層転写シートにおいて、前記感光性導体ペーストは、１０重量％以下の樹脂成分を
含有していることにある。
【００１０】
　また、請求項５に係る発明の要旨とするところは、複数の誘電体層と該誘電体層の間に
介在する導体層とが焼結されることにより構成された積層型チップ素子の製造方法であっ
て、(a) 請求項４に係る発明の導体層転写シートを用意する工程と、(b) 誘電体層が転写
支持体の一面に塗着された誘電体層転写シートを用意する工程と、(c) 前記導体層転写シ
ートを用いて、所定の誘電体層上に導体層を転写する第１転写工程と、(d) 前記誘電体層
転写シートを用いて、該第１転写工程で転写された導体層の上に、前記誘電体層を転写す
る第２転写工程と、(e) 前記第１転写工程および第２転写工程を繰り返し実行することに
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より交互に積層された、前記第１誘電体層と第２誘電体層との積層体を焼成処理すること
により焼結させる焼成工程とを、含むことにある。
【００１１】
　また、請求項６に係る発明の要旨とするところは、請求項５に係る発明の積層型チップ
素子の製造方法において、(a) 前記導体層転写シートを用意する工程は、(a1)前記転写支
持体の一面にビヒクルを層状に塗着するビヒクル塗工工程と、(a2)その層状に塗着された
ビヒクルの上に、金属粉末、感光性樹脂、重合開始剤を含む感光性導体ペーストを層状に
塗着する感光性導体ペースト塗工工程と、(a3)その感光性導体ペースト塗工工程により層
状に塗着された感光性導体ペーストを露光・現像することにより所定パターンの導体層を
前記転写支持体の一面上に形成する露光・現像工程とを、含むことにある。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１に係る発明の導体層転写シートによれば、前記感光性導体ペーストは前記転写
支持体の一面にビヒクル層を介して塗着されていることから、所定のパターンの導体層を
形成するための露光および現像時において、必ずしも十分な露光・現像性能を必要とせず
、感光性樹脂、重合開始剤等の樹脂成分である樹脂量の少ない導体ペーストを用いること
ができる。したがって、感光性導体ペースト中の感光性樹脂成分の含有量を少なくしても
露光・現像に際して残査の問題が生じない導体層転写シートが得られる。
【００１３】
　また、請求項２に係る発明の導体層転写シートによれば、前記ビヒクル層は、感光性樹
脂および重合開始剤を含む消失可能な物質から成るものであることから、感光性樹脂成分
の含有量の少ない感光性導体ペーストを用いても、露光および現像工程におけるパターン
形成の分解能の低下や、残査の発生の問題が低減される。
【００１４】
　また、請求項３に係る発明の導体層転写シートによれば、前記転写支持体の一面にビヒ
クル層を介して塗着されている前記導体層は、露光および現像によって所定のパターンに
形成されていることから、精度の高いパターンを有する導体層転写シートが得られる。
【００１５】
　また、請求項４に係る発明の導体層転写シートによれば、前記感光性導体ペーストは、
１０重量％以下の樹脂成分を含有していることから、乾燥後或いは焼成後において密度の
高い導体層が得られる。
【００１６】
　また、請求項５に係る発明の積層型チップ素子の製造方法によれば、(a) 請求項４に係
る発明の導体層転写シートを用意する工程と、(b) 誘電体層が転写支持体の一面に塗着さ
れた誘電体層転写シートを用意する工程と、(c) 前記導体層転写シートを用いて、所定の
誘電体層上に導体層を転写する第１転写工程と、(d) 前記誘電体層転写シートを用いて、
該第１転写工程で転写された導体層の上に、前記誘電体層を転写する第２転写工程と、(e
) 前記第１転写工程および第２転写工程を繰り返し実行することにより交互に積層された
、前記第１誘電体層と第２誘電体層との積層体を焼成処理することにより焼結させる焼成
工程とを、含むことから、密度の高い導体層を有する積層型チップ素子が得られる。
【００１７】
　また、請求項６に係る発明の積層型チップ素子の製造方法によれば、(a) 前記導体層転
写シートを用意する工程は、(a1)前記転写支持体の一面にビヒクルを層状に塗着するビヒ
クル塗工工程と、(a2)その層状に塗着されたビヒクルの上に、金属粉末、感光性樹脂、重
合開始剤を含む感光性導体ペーストを層状に塗着する感光性導体ペースト塗工工程と、(a
3)その感光性導体ペースト塗工工程により層状に塗着された感光性導体ペーストを露光・
現像することにより所定パターンの導体層を前記転写支持体の一面上に形成する露光・現
像工程とを、含むことから、感光性導体ペースト中の感光性樹脂成分の含有量を少なくし
ても露光・現像に際して残査の問題が生じない導体層転写シートが得られる。
【００１８】
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　ここで、前記金属粉末は、Ｎｉ( ニッケル）粉末が好適に用いられるが、それに限らず
、銀、金、銅、アルミニウム等の１種、または２種以上の混合粉等の金属導電体の粉体で
あってもよい。
【００１９】
　また、前記導体層転写シートに塗布されている感光性導体ペーストは、乾燥後或いは焼
成後において密度の高い導体層が得られるように、１０重量％以下の樹脂成分を含有して
いるが、ペーストとしての均一で滑らかな性状および塗布機能を備えるためにある程度の
樹脂成分を必要とし、たとえば、３乃至４重量％以上の樹脂成分を含む。
【００２０】
　また、前記感光性導体ペーストには、好適には、無機材料粉末が含まれる。これは、乾
燥後或いは焼成後の凹穴内の導体材料の収縮が抑制されてクラックや剥離等の発生を防止
するためのものであり、チタン酸バリウム( ＢａＴｉＯ3 ) 粉末が好適に用いられるが、
それに限らず、アルミナ、ジルコニア、酸化珪素、硼珪酸系や結晶化系等のガラスなどの
セラミックス粉であってもよい。要するに、共材( ともざい) 或いはフィラーとして機能
し、転写用感光性導体ペーストの乾燥時或いは焼結時の収縮を緩和するものであればよい
。
【００２１】
　前記転写支持体は、ＰＥＴ( ポリエチレンテレフタレート樹脂）フィルム等の感光性誘
電体ペーストの乾燥後の第１或いは第２誘電体層の剥離可能な可撓性或いは硬質の合成樹
脂シート、シリコン樹脂或いは油脂等の剥離剤がコーティングされた紙などが用いられる
。好適には、転写用感光性導体ペーストの塗布面の反対側からの露光が可能なように、露
光の用いられる光たとえば紫外光が容易に透過可能な透光性シートが用いられる。その透
光性シートとしては、ポリエチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリフ
ェニレンサルファイド、ポリスチレン、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリサルホン、
ポリアミド、ポリカーボネート、ポリビニルアルコール、ポリイミド、セロハン、トリア
セチルセルロース等のセルロース誘導体、アイオノマー等が挙げられる。
【００２２】
　前記感光性誘電体ペーストおよび感光性導体ペーストに含まれる感光性樹脂は、反応に
より樹脂の骨格を構成する高分子であり、たとえばアルカリ現像型バインダーポリマーお
よび／またはモノマーから構成され、焼成によって消失する物質が選択される。ポリビニ
ルアルコール、ポリビニルブチラール、アクリル酸エステル重合体、メタクリル酸エステ
ル重合体、ポリスチレン、α－メチルスチレン重合体、１－ビニル－２－ビロリドン重合
体等の非アルカリ現像型ポリマーが上記アルカリ現像型バインダーポリマーに混合されて
もよい。
【００２３】
　上記反応性のバインダーポリマーしては、アクリル酸、メタクリル酸、アクリル酸の二
量体、イタコン酸、クロトン酸、マレイン酸、フマル酸、ビニル酢酸、これらの酸無水物
の１種以上と、メチルアクリレート、メチルメタクリレート、エチルアクリレート、エチ
ルメタクリレート、ｎ－プロピルアクリレート、ｎ－プロピルメタクリレート、イソプロ
ピルアクリレート、イソプロピルメタクリレート、ｎ－ブチルアクリレート、ｎ－ブチル
メタクリレート、ｓｅｃ－ブチルアクリレート、ｓｅｃ－ブチルメタクリレート、イソブ
チルアクリレート、イソブチルメタクリレート、ｔｅｒｔ－ブチルアクリレート、ｔｅｒ
ｔ－ブチルメタクリレート、ｎ－ペンチルアクリレート、ｎ－ペンチルメタクリレート、
ｎ－ヘキシルアクリレート、ｎ－ヘキシルメタクリレート、２－エチルヘキシルアクリレ
ート、２－エチルヘキシルメタクリレート、ｎ－オクチルアクリレート、ｎ－オクチルメ
タクリレート、ｎ－デシルアクリレート、ｎ－デシルメタクリレート、スチレン、α－メ
チルスチレン、１－ビニル－２－ピロリドンの１種以上とから成るコポリマー等が挙げら
れる。
【００２４】
　上記反応性のモノマーとしては、少なくとも１つの重合可能な炭素－炭素不飽和結合を
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有する有機化合物、たとえば、アリルアクリレート、ベンジルアクリレート、ブトキシエ
チルアクリレート、ブトキシエチレングリコールアクリレート、シクロヘキシルアクリレ
ート、ジシクロペンタニルアクリレート、２－エチルヘキシルアクリレート、グリセロー
ルアクリレート、グリシジルアクリレート、２－ヒドロキシエチルアクリレート、２－ヒ
ドロキシプロピルアクリレート、イソボニルアクリレート、イソデキシルクアクリレート
、イソオクテルアクリレート、ラウリルアクリレート、２－メトキシエチルアクリレート
、エトキシエチレングリコールアクリレート、フェノキシエチルアクリレート、ステアリ
ルアクリレート、エチレングリコールジアクリレート、ジエチレングリコールジアクリレ
ート、１，４－ブタンジオールジアクリレート、１，５－ペンタンジオールジアクリレー
ト、１，６－ヘキサンジオールジアクリレート、１，３－プロパンジオールアクリレート
、１，４－シクロヘキサンジオールジアクリレート、２，２－ジメチロールプロパンジア
クリレート、グリセロールジアクリレート、トリプロピレングリコールジアクリレート、
グリセロールトリアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレート、ポリオキシ
エチル化トリメチロールプロパントリアクリレート、ペンタエリスリトールトリアクリレ
ート、ペンタエリスリトールテトラアクリレート、トリエチレングリコールジアクリレー
ト、ポリオキシプロピルトリメチロールプロパントリアクリレート、ブチレングリコール
ジアクリレート、１，２，４－ブタントリオールトリアクリレート、２，２，４－トリメ
チル－１，３－ペンタンジオールジアクリレート、ジアリルフマレート、１，１０－デカ
ンジオールジメチルアクリレート、ペンタエリスリトールヘキサアクリレート、および、
上記のアクリレートをメタクリレートに替えたもの、γ－メタクリロキシプロピルトリメ
トキシシラン、１－ビニル－２－ピロリドン等の、１種、または２種以上の混合物が挙げ
られる。
【００２５】
　前記感光性誘電体ペーストおよび感光性導体ペーストに含まれる重合開始剤は、結果的
には転写用の感光性導体ペースト中の感光性樹脂成分の一部を構成するものであるが、専
ら、光たとえば紫外線を吸収して光ラジカル( ラジカル重合の連鎖担体( 成長鎖) の始端
となる遊離基) を発生させることにより重合を開始させるための物質であり、たとえばベ
ンゾフェノン、ｏ－ベンゾイル安息香酸メチル、４，４－ビス( ジメチルアミン）ベンゾ
フェノン、４，４－ビス( ジエチルアミン）ベンゾフェノン、α－アミノ・アセトフェノ
ン、４，４－ジクロロベンゾフェノン、４－ベンゾイル－４－メチルジフェニルケトン、
ジベンジルケトン、フルオレノン、２，２－ジエトキシアセトフェノン、２，２－ジメト
キシ－２－フェニルアセトフェノン、２，２－ヒドロキシ－２－メチルプロピオフェノン
、ｐ－ｔｅｒｔ－ブチルジクロロアセトフェノン、チオキサントン、２－メチルチオキサ
ントン、２－クロロチオキサントン、２－イソプロピルチオキサントン、ジエチルチオキ
サントン、ベンジルジメチルケタール、ベンジルメトキシエチルアセタール、ベンゾイン
メチルエーテル、ベンゾイイソブチルエーテル、アントラキノン、２－ｔｅｒｔ－ブチル
アントラキノン、２－アミルアントラキノン、β－クロルアントラキノン、アントロン、
ベンズアントロン、ジベンズスベロン、メチレンアントロン、４－アジドベンジルアセト
フェノン、２，６－ビス( ｐ－アジドベンジリデン) シクロヘキサン、２，６－ビス( ｐ
－アジドベンジリデン) －４－メチルシクロヘキサノン、２－フェニル－１，２－ブタジ
オン－２－( ｏ－メトキシカルボニル) オキシム、１－フェニル－プロパンジオン－２－
( ｏ－エトキシカルボニル) オキシム、１，３－ジフェニル－プロパントリオン－２－( 
ｏ－エトキシカルボニル) オキシム、１－フェニル－３－エトキシ－プロパントリオン－
２－( ｏ－ベンゾイル) オキシム、ミヒラーケトン、２－メチル－[ ４－( メチルチオ) 
フェニル] －２－モルフォリノ－１－プロパン、ナフタレンスルホニルクロライド、キノ
リンスルホニルクロライド、ｎ－フェニルチオアクリドン、４，４－アゾビスインブチロ
ニトリル、ジフェニルジスルフィド、ベンズチアゾールジスルフィド、トリフェニルホス
フィン、カンファーキノン、四臭素化炭素、トリブロモフェニルスルホン、過酸化ベンゾ
イン、エオシン、メチレンブルー等の光還元性の色素とアスコルビン酸、トリエタノール
アミン等の還元剤の組み合わせ等が挙げられる。
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【００２６】
　上記のような感光性樹脂成分( 感光性樹脂および重合開始剤) 、或いはそれを含む感光
性誘電体ペーストや感光性導体ペースト中には、必要に応じて、良く知られた、ゲル化防
止剤、紫外線吸収剤等の増感剤、重合停止剤等の保存安定剤( ゲル化防止剤) 、連鎖移動
剤、レベリング剤、酸化防止剤、可塑剤、界面活性剤、消泡剤、ポリカルボン酸系やカル
ボン酸系として知られるペースト分散性向上剤等が含まれる。
【００２７】
　また、前記感光性誘電体ペーストや感光性導体ペーストの粘度調整等のために、アルコ
ール類、テルペン類、芳香族炭化水素等の通常の溶剤の他に、ターピオネール、ジヒドロ
ターピオネール、トリデカノール、デカノール、ベンジルアルコール、２エチルヘキサノ
ール、アルコールエステル系エチレングリコール、ジエチレングリコールモノブチルアセ
テートなどのベヒクル用溶剤が用いられる。
【００２８】
　また、乾燥後に誘電体層を構成するための誘電体ペーストには、誘電体材料粉、および
焼成時に消失可能な樹脂、溶剤等が含まれる。この誘電体材料粉としては、用途に応じた
誘電率を有する無機材料、たとえば、チップコンデンサを製造するためには、高い誘電率
を有するチタン酸バリウム( ＢＴ：バリウムチタネイト）粉が用いられる。　　　　
【００２９】
　また、前記感光性導体ペーストには、金属粉体、無機材料粉、感光性樹脂、重合開始剤
、溶剤等の他に、好適には、アクリル樹脂、アミン系樹脂、フッソ系分散剤のいずれかが
さらに含まれる。これらアクリル樹脂、アミン系樹脂、フッソ系分散剤のいずれかが転写
用感光性導体ペーストに混入されると、露光・現像性能と乾燥後或いは焼成後の導体層の
密度とが両立し、感光性樹脂および重合開始剤等の樹脂成分を少なくしても、露光・現像
性能が得られるとともに、乾燥後或いは焼成後の密度が一層高くなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　以下、本発明の一実施例を図面を用いて詳細に説明する。
【実施例】
【００３１】
　図１は、積層型チップ素子たとえば図８に示す積層型チップコンデンサ３２の製造工程
を説明する工程図である。図１において、感光性ビヒクル調整工程では、感光性樹脂、重
合開始剤等が所定の割合となるように秤量された後、適量の溶剤と共にたとえば混合機を
用いて混練されることにより、所定粘度のビヒクルが調整される。次いで、ビヒクル塗工
工程Ｐ２では、スクリーン印刷法、ドクターブレードを用いたブレードコート法、塗工ロ
ーラを用いたロールコート法などを用いて、上記ビヒクルがたとえばＰＥＴフィルム製の
転写支持体１２の一面に所定厚みの層状に塗布されるとともに乾燥により固着されすなわ
ち塗着され、ビヒクル層１０を備えた第１基材シート１６が得られる。図２はこの状態を
示している。
【００３２】
　感光性導体ペースト調整工程Ｐ３では、金属粉末、無機材料粉末、感光性樹脂、重合開
始剤等、および、必要に応じて加えられるアクリル樹脂、アミン系樹脂、或いはフッソ系
分散剤が、所定の割合となるように秤量された後、適量の溶剤と共にたとえば３本ローラ
を用いて混練されることにより、所定粘度の感光性導体ペースト１８が調整される。次い
で、感光性導体ペースト塗工工程Ｐ４では、ドクターブレードを用いたブレードコート法
、塗工ローラを用いたロールコート法などを用いて、上記感光性導体ペースト１８が上記
第１基材シート１６のビヒクル層１０の上面に所定厚みの層状に塗布されるとともに乾燥
されることにより、そのビヒクル層１０の上に層状に固着され、導体層として感光性導体
ペースト層１８がビヒクル層１０の上に固着された第２基材シート２０が得られる。図３
はこの状態を示している。
【００３３】
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　続く露光・現像工程Ｐ５では、上記第２基材シート２０の転写支持体１２上に層状に固
着されたビヒクル層１０および感光性導体ペースト層１８に対して、所定の露光パターン
を有するマスクを通して、キセノンランプ等から３００～１２００ｍｊの紫外線強度で照
射される片面露光或いは６００～２４００ｍｊの紫外線強度で照射される両面露光が行わ
れるとともに、その露光後には、感光性誘電体ペースト１０のうちの未露光部分がたとえ
ば炭酸ソーダＮａ2 Ｃ０3 水溶液に代表されるアルカリ液を用いて洗い流されて現像が行
われる。これにより、層状に固着したビヒクル層１０および感光性誘電体ペースト１８は
感光により重合硬化させられ、その露光パターンに対応した形状に形成され、導体層転写
シート２２が得られる。その露光パターンは積層すべき導体層のパターンと同じである。
図４はこの状態を示す断面図である。
【００３４】
　ここで、上記露光・現像工程Ｐ５においては、感光性導体ペースト層１８は感光性のビ
ヒクル層１０の上に固着されており、それらが同時に露光および現像されるので、感光性
導体ペースト層１８が感光性樹脂および重合開始剤の含有量が１０％以下と比較的少ない
ために露光現像性が比較的不十分であっても、感光性のビヒクル層１０の存在によって全
体としての露光現像性が確保され、残査の発生が大幅に抑制されているので、上記感光性
誘電体ペースト１８は比較的精度の高いパターンに形成されるとともに、乾燥後或いは焼
成後において高い密度が得られる。なお、本実施例では、上記の工程Ｐ１乃至Ｐ５が、導
体層転写シートを用意する工程に対応している。
【００３５】
　誘電体ペースト調整工程Ｐ６では、チタン酸バリウム等の高誘電率を備えた無機材料粉
末、樹脂等が所定の割合となるように秤量された後、適量の溶剤と共にたとえば３本ロー
ラを用いて混練されることにより、所定粘度の感光性誘電体ペースト２４が調整される。
次いで、誘電体ペースト塗工工程Ｐ７では、ドクターブレードを用いたブレードコート法
、塗工ローラを用いたロールコート法などを用いて、上記感光性誘電体ペースト２４がた
とえばＰＥＴフィルム製の転写支持体１２の一面に所定厚みの層状に塗布されるとともに
乾燥されることにより、誘電体層２４が転写支持体１２上に塗布された誘電体転写シート
２６が製造されて用意される。なお、本実施例では、上記工程Ｐ６およびＰ７が、誘電体
層２４が転写支持体１２の一面に塗布された誘電体転写シート２６を用意する固定に対応
している。
【００３６】
　続いて、第１転写工程に対応するラミネート工程Ｐ８では、導体層転写シート２２が所
定の誘電体層たとえば誘電体転写シート２６の誘電体層２４の上に重ねられて転写され、
一対の導体層転写シート２２および誘電体転写シート２６から成る１単位の積層シート２
８が用意される。図５はこの状態を示している。次いで、第２転写工程に対応する転写・
積層工程Ｐ９では、積層シート２８が重ねられるとともに導体層転写シート２２の転写支
持体１２が剥がされることにより、一対の感光性導体ペースト層１８および誘電体層２４
が一対の感光性導体ペースト層１８および誘電体層２４の上に転写される。図６はこの状
態を示す。次いで、この転写が繰り返されることにより、たとえば図７に示す所望の層数
の積層体３０が得られる。そして、焼成工程Ｐ１１では、所定の焼成炉内において上記積
層体３０が焼成されて上記複数層の感光性導体ペースト層１８および誘電体層２４が相互
に焼結され、この焼成工程Ｐ１１による焼成後では、上記積層体３０の両端部に外部電極
３４が焼き付けられ、必要に応じて分割されることにより、図８の積層型チップコンデン
サ３２が得られる。
【００３７】
　本発明者等が作成したデータによれば、図９に示すように、一般に、導体ペーストでは
、金属粉末たとえばニッケル粉末に対する樹脂量たとえば感光性樹脂および重合開始剤の
割合( wt％）は、少なくなるほど乾燥密度ρD （ｇ／ｃｍ3 ）が増加する性質がある。露
光・現像を必要としない印刷用導体ペーストであれば金属粉末に対して３wt％程度とされ
得ることから、５ｇ／ｃｍ3 以上の乾燥密度ρD が得られるため、たとえば薄く塗布した
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としても、焼成後において十分な緻密な導体が得られる。しかしながら、露光・現像を可
能とするために感光性樹脂および重合開始剤を含有させる感光性導体ペーストでは、その
露光・現像性能を維持するために、金属粉末に対する割合を２０wt％以下とすることがで
きなかったので、塗布厚みを薄くすると乾燥後或いは焼成後の導体層の密度が不十分とな
り、たとえば積層型チップコンデンサの容量が得られ難かった。感光性導体ペーストの塗
布厚みを小さくすることが要請される理由は、焼成後の導体層の厚みを小さくすることだ
けでなく、乾燥後の誘電体層の厚みがたとえば１μｍ程度に小さくされていることから、
金属粉末に対する樹脂量が多いと、積層以後においてしみ込みにより導体層間の絶縁が劣
化することもあるからである。しかし、本実施例では、前述のように、露光・現像工程Ｐ
５において、上記感光性導体ペースト１８のうちの未露光部分を洗い流す現像処理に際し
て、感光性導体ペースト１８の下層が、感光性樹脂および重合開始剤から成る樹脂成分か
ら構成されたビヒクル層１０であるため、残査の発生が大幅に抑制されているので、感光
性導体ペースト１０の樹脂成分を１０wt％以下に少なくしても、露光・現像に影響がなく
、乾燥密度ρD が従来の導体ペーストと同様に５ｇ／ｃｍ3 以上となり、十分な高密度が
得られる。
【００３８】
  本発明者等は、金属粉末に対する樹脂量( 感光性樹脂、重合開始剤、有機酸等) を従来
の印刷用導体ペーストと同等とすることを前提として、感光性導体ペーストとして露光・
現像性能の支障が生じない製造方法について種々研究を重ねた結果、ビヒクル層１０上で
感光性導体ペースト２４の露光・現像を行うと、感光性導体ペースト２４の樹脂量を少な
くしても露光・現像性能の支障が生じないことを見いだした。以下、本発明者等が行った
実験例を、図１０、図１１を用いてそれぞれ説明する。
【００３９】
　図１０の表１は、ビヒクル層１０の主成分である感光性樹脂および重合開始剤の割合を
異なるものとしたときの転写支持体１２に対する塗工性の評価結果を示している。また、
図１１の表２は、主として、感光性導体ペースト１８の主成分を平均粒径が異なるニッケ
ル粉末と組成比の異なる樹脂とから構成したときの塗工性、露光性、現像性の評価を示し
ている。
【００４０】
　第１の実験例では、ビヒクルの試料Ｖ１およびＶ２が図１０の表１に示す組成により前
記感光性ビヒクル調整工程Ｐ１と同様にそれぞれ作成された。試料Ｖ１は２７重量％の樹
脂成分を含み、試料Ｖ２は４０重量％の樹脂成分を含む。次いで前記ビヒクル塗工工程Ｐ
２と同様にＰＥＴ( ポリエチレンテレフタレート樹脂）フィルムから成る転写支持体１２
上に上記ビヒクルの試料Ｖ１およびＶ２が塗工され、その塗工時における塗工性が評価さ
れた。
【００４１】
　上記ビヒクルの試料Ｖ１およびＶ２は、その主成分である樹脂成分が２７重量％と４０
重量％である点、および溶剤が７２重量％と５９重量％である点で相違する他は、同様の
組成である。図１０の表１に示されるように、ＰＥＴフィルムから成る転写支持体１２上
に対する塗工性については、上記ビヒクル層１０の試料Ｖ１およびＶ２はいずれも均一な
厚みで全面に塗布されることができ、乾燥後にも剥離が発生しないので、十分な塗工性が
得られた。
【００４２】
　第２の実験例では、感光性導体ペーストの試料Ｃ１乃至Ｃ５が図１１の表２に示す組成
により前記感光性導体ペースト調整工程Ｐ３と同様にそれぞれ作成された。次いで前記感
光性導体ペースト塗工工程Ｐ４と同様に、試料Ｃ１乃至Ｃ４は上記試料Ｖ１およびＶ２か
ら成るビヒクル層１０が塗布された転写支持体１２上にそれぞれ塗工され、試料Ｃ５はビ
ヒクル層１０が塗布されていないＰＥＴフィルムから成る転写支持体１２上に直接塗工さ
れ、その塗工時における試料Ｃ１乃至Ｃ５の塗工性がそれぞれ評価された。次に、前記露
光・乾燥工程Ｐ５と同様に、所定の導体パターンを形成するための露光および現像が行わ
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れ、そのときの試料Ｃ１乃至Ｃ５の露光性および現像性がそれぞれ評価された。
【００４３】
　上記図１１の表２の組成に示すように、試料Ｃ１と試料Ｃ５とは塗布対象が相違するだ
けで相互に同一組成である。試料Ｃ１と試料Ｃ３とは、感光性導体ペーストの主成分であ
るＮｉ粉末の平均粒径が０．２μｍと０．３μｍである点、およびＢａＴｉＯ3 粉末の平
均粒径が０．０５μｍと０．１μｍである点で相違する他は、同様の組成である。試料Ｃ
２および試料Ｃ４は、試料Ｃ１と試料Ｃ３に対して、感光性樹脂、重合開始剤、有機酸が
倍の割合となると同時に溶剤が減少させられている点で相違する他は、同様の構成である
。
【００４４】
　上記図１１の表２の評価結果に示すように、塗工性については試料Ｃ１乃至試料Ｃ５の
いずれもが均一な厚みで全面に塗布されることができ、乾燥後にも剥離が発生しないので
、十分な塗工性が得られた。しかし、露光性および現像性については、試料Ｃ５のみが不
十分であるという評価であったが、試料Ｃ１乃至試料Ｃ４については、パターンの形成に
ついてシャープであると共に残査の発生がなく、いずれも十分な露光・現像性能が得られ
た。
【００４５】
　上述のように、本実施例の導体層転写シート２２によれば、感光性導体ペースト１８は
転写支持体１２の一面にビヒクル層１０を介して塗着されていることから、所定のパター
ンの感光性導体ペースト層( 導体層）１８を形成するための露光および現像時において、
必ずしも十分な露光・現像性能を必要とせず、感光性樹脂、重合開始剤等の樹脂成分であ
る樹脂量の少ない導体ペーストを用いることができる。したがって、感光性導体ペースト
１８中の感光性樹脂成分の含有量を少なくしても露光・現像に際して残査の問題が生じな
い。
【００４６】
　また、本実施例の導体層転写シート２２によれば、ビヒクル層１０は、感光性樹脂およ
び重合開始剤を含む消失可能な物質から成るものであることから、感光性樹脂成分の含有
量の少ない感光性導体ペースト１８を用いても、露光および現像工程におけるパターン形
成の分解能の低下や、残査の発生の問題が低減される。
【００４７】
　また、本実施例の導体層転写シート２２によれば、転写支持体１２の一面にビヒクル層
１０を介して塗着されている感光性導体ペースト層１８は、露光および現像によって所定
のパターンに形成されていることから、精度の高いパターンを有する導体層転写シート２
２が得られる。
【００４８】
　また、本実施例の導体層転写シート２によれば、感光性導体ペースト１８は、１０重量
％以下の樹脂成分を含有していることから、乾燥後或いは焼成後において密度の高い導体
層１８が得られる。
【００４９】
　また、本実施例の積層型チップ素子の製造方法によれば、(a) 導体層転写シート２２を
用意する工程Ｐ１乃至Ｐ５と、(b) 誘電体層２４が転写支持体の一面に塗着された誘電体
層転写シート２６を用意する工程Ｐ６乃至Ｐ７と、(c) 導体層転写シート２２を用いて、
所定の誘電体層上に導体層１８を転写するラミネート工程( 第１転写工程) Ｐ８と、(d) 
誘電体層転写シート２６を用いて、そのラミネート工程( 第１転写工程) Ｐ８で転写され
た導体層１８の上に誘電体層２４を転写し、それを繰り返し実行することにより交互に積
層された、導体層１８および誘電体層２４の積層体３０を形成する転写・積層工程( 第２
転写工程) Ｐ９と、(e) その転写および積層を繰り返し実行することにより交互に積層さ
れた、導体層１８および誘電体層２４の積層体３０を焼成処理することにより焼結させる
焼成工程Ｐ１０とを、含むことから、密度の高い導体層１８を有する積層型チップコンデ
ンサ( 積層型チップ素子) ３２が得られる。
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【００５０】
　また、本実施例の積層型チップ素子の製造方法によれば、(a) 導体層転写シート２２を
用意する工程Ｐ１乃至Ｐ５は、(a1)転写支持体１２の一面にビヒクル１０を層状に塗着す
るビヒクル塗工工程Ｐ２と、(a2)その層状に塗着されたビヒクル１０の上に、金属粉末、
感光性樹脂、重合開始剤を含む感光性導体ペースト１８を層状に塗着する感光性導体ペー
スト塗工工程Ｐ４と、(a3)その感光性導体ペースト塗工工程Ｐ４により層状に塗着された
感光性導体ペースト１８を露光・現像することにより所定パターンの導体層１８を転写支
持体１２の一面上に形成する露光・現像工程Ｐ５とを、含むことから、感光性導体ペース
ト１８中の感光性樹脂成分の含有量を少なくしても露光・現像に際して残査の問題が生じ
ない導体層転写シート２２が得られる。
【００５１】
　その他、一々例示はしないが、本発明は、その主旨を逸脱しない範囲で種々変更を加え
得るものである。
【図面の簡単な説明】
【００５２】
【図１】本発明の一実施例の積層型チップコンデンサの製造工程の要部を説明する工程図
である。
【図２】図１のビヒクル塗工工程により、ビヒクル電体ペーストが転写支持体上に塗布さ
れ且つ固着された第１基材シートを模式的に示す図である。
【図３】図１の感光性導体ペースト塗工工程により感光性導体ペーストがビヒクル層を介
して転写支持体上に固着された第２基材シートを模式的に示す図である。
【図４】図１の露光・現像工程により転写支持体上にビヒクル層を介して固着された感光
性誘電体ペーストが所定のパターンに形成された基材シートを模式的に示す図である。
【図５】図１のラミネート工程により、導体層転写シートを用いて、所定の誘電体層上に
導体層が転写された１単位の積層シートを模式的に示す図である。
【図６】図１の転写・積層工程により、上記積層シートが重ねられた状態を模式的に示す
図である。
【図７】図１の転写・積層工程により、上記積層シートが所望の数だけ積層された積層体
を模式的に示す図である。
【図８】図１の工程により製造される積層型チップコンデンサの一例を示す斜視図である
。
【図９】導体ペーストにおいて、金属粉末に対する樹脂量の割合( wt％) と乾燥密度ρD 

との関係を示す図である。
【図１０】ビヒクルの主成分である感光性樹脂および重合開始剤の割合が異なる試料Ｖ１
、Ｖ２とそれらの塗工性の評価結果を説明する表１を示す図である。
【図１１】感光性導体ペーストの主成分を平均粒径が異なるニッケル粉末と組成比の異な
る樹脂とから構成したときの塗工性、露光性、現像性の評価結果を説明する表２を示す図
である。
【符号の説明】
【００５３】
１０：ビヒクル層
１２：転写支持体
１６：第１基材シート
１８：感光性導体ペースト層( 導体層) 
２０：第２基材シート
２２：導体層転写シート
２６：誘電体層転写シート
３０：積層体
３２：積層型チップコンデンサ( 積層型チップ素子) 
Ｐ１～Ｐ５：導体層転写シートを用意する工程
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Ｐ２：ビヒクル塗工工程
Ｐ４：感光性導体ペースト塗工工程
Ｐ５：露光・現像工程
Ｐ６～Ｐ７：誘電体層転写シートを用意する工程
Ｐ８：ラミネート工程( 第１転写工程) 
Ｐ９：転写・積層工程( 第２転写工程) 
Ｐ１０：焼成工程

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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